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1 Accettabilita degli Assemblaggi Elettronici

Generale
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1 Accettabilita degli Assemblaggi Elettronici

Generale (cont.)

1.1 Scopo Questo standard € una raccolta di requisiti visivi di accettabilita relativi alla qualita degli assemblaggi elettronici.
Questo Standard non fornisce criteri relativi alle sezioni metallografiche.

Questo documento descrive i criteri di accettabilita per la realizzazione degli assemblaggi elettrici ed elettronici. Storicamente,
gli standard relativi all’'assemblaggio elettronico contenevano istruzioni piu complete che trattavano i principi e le tecniche. Per
una maggiore comprensione in merito alle raccomandazioni ed ai requisiti contenuti in questo documento & possibile utilizzare
anche i documenti IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 e IPC J-STD-001.

| criteri definiti in questo standard non sono stati concepiti né per definire i processi per la realizzazione del’lassemblaggio, né
per autorizzare riparazioni/modifiche o cambiamenti al prodotto del cliente. Per esempio, la presenza di un criterio riguardante
il fissaggio dei componenti elettronici mediante adesivo non implica/autorizza/esige il suo impiego, cosi come la descrizione
di un avvolgimento di un reoforo attorno ed un terminale in senso orario non implica/autorizza/esige che I'avvolgimento

debba essere eseguito secondo questa direzione. Gli utilizzatori di questo standard dovrebbero essere bene informati
sull’applicabilita dei requisiti contenuti nel documento e su come applicarli.

L'IPC-A-610 include alcuni criteri che non sono contemplati nell'IPC J-STD-001, quali il maneggiamento, i requisiti meccanici e
altri requisiti di lavorazione. La Tabella 1.1 € un sommario dei documenti correlati a questo standard.

L'IPC-AJ-820 & un documento di supporto che fornisce informazioni relative alla finalita dei contenuti di questa specifica e
chiarisce od amplia la comprensione tecnica dei limiti di transizione dai criteri di una condizione Target ad una condizione
Difettosa. Inoltre, vengono fornite informazioni supplementari che offrono una comprensione piu ampia sulle considerazioni
del processo in funzione dei risultati, non comunemente distinguibili attraverso un metodo di valutazione visiva.

Accettabilita

Tabella1-1 Sommario dei Documenti correlati
Scopo del
Documento Standard Definizione
Standard di IPC-2220 FAM | Requisiti di progettazione comprendenti tre livelli di complessita (Livelli A,B e C),
Progettazione IPC-7351 che interessano geometrie piu sottili, maggiori densita, un numero maggiore di fasi
IPC-CM-C770 | di processo per la realizzazione del prodotto.

Linee guida per i componenti ed i processi di assemblaggio atte ad assistere nella
progettazione dei circuiti stampati (PCB’s) e nell’assemblaggio. Il processo di realizzazione
dei PCB si focalizza sulle piazzole per il montaggio superficiale, mentre 'assemblaggio si
interessa dei principi di montaggio superficiale e nei fori, che vengono in genere inclusi nel
processo di progettazione e nella documentazione.

Requisiti sui IPC-6010 FAM | Documentazione sui requisiti e I'accettabilita per | circuiti stampati rigidi, flessibili,

Circuiti Stampati IPC-A-600 rigido-flessibili e altre tipologie.

Documentazione IPC-D-325 La documentazione descrive i requisiti specifici dei prodotti finiti relativamente ai

del Prodotto Finito circuiti stampati (PCB’s) progettati dal cliente, oppure ai requisiti del prodotto finale dopo
'assemblaggio. | dettagli possono o meno fare riferimento alle specifiche dell'industria,
a standard di esecuzione, alle preferenze del cliente od ai requisiti specifici interni di
produzione.

Standard del IPC-J-STD-001 | Requisiti per la saldatura degli assemblati elettrici ed elettronici, descrivendo sia le

Prodotto Finito caratteristiche minime d’accettabilita del prodotto finale che i metodi di valutazione (Metodi
di test), la frequenza dei test e le competenze necessarie per soddisfare i criteri di controllo
del processo.

Standard di IPC-A-610 Un documento per l'interpretazione visiva delle varie caratteristiche dei circuiti stampati

e/o degli assemblati, che mette in relazione, dove opportuno, condizioni superiori alle
caratteristiche minime d’accettabilita indicate per il prodotto finale e mette in risalto le
varie condizioni di fuori controllo (difettoso o indicatore di processo), in modo da assistere
il processo di valutazione degli ispettori al fine di stabilire la necessita di azioni correttive.

Programmi di
Addestramento
(Opzionale)

Requisiti di addestramento documentati per processi di insegnamento ed apprendimento,
procedure e tecniche per I'implementazione dei requisiti d’accettabilita sia per prodotti finiti,
per standard di accettabilita, o per requisiti dettagliati nella documentazione del cliente.

Rilavorazione e
Riparazione

IPC-7711/7721

Documentazione che fornisce le procedure per la rimozione e la sostituzione del conformal
coating e dei componenti, la riparazione del solder resist, del laminato di base, dei conduttori
e dei fori metallizzati.

Le spiegazioni contenute nella IPC-AJ-820 dovrebbero essere utili per determinare le modalita di segregazione
delle condizioni identificate come Difettose, ed i processi associati alle condizioni Indicatori di Processo, cosi come
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